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一种高导热胶膜及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种高导热胶膜及其制备方

法，高导热胶胶膜包括固态环氧树脂、液态环氧

树脂、增韧剂、结合剂、固化剂、高导热无机填料、

偶联剂、有机溶剂。高导热胶膜的制备方法为：将

配置好的胶膜溶液使用涂布棒涂至离型膜面，涂

好的膜使其自然风干30～50分钟，将其置于电热

恒温鼓风干燥箱中，在110～130℃下干燥2～5分

钟，使其形成半固化状态，得到半固化胶膜。该胶

膜具有良好的导热性、韧性、粘接力。本发明的制

备工艺简单，投资成本少，用以解决现在聚合物‑

陶瓷复合材料中，氮化硼在聚合物体系中难以形

成有效的导热链段和导热网络，体系固化物的导

热率难以提高的问题。

权利要求书1页  说明书5页  附图1页

CN 112251163 A

2021.01.22

CN
 1
12
25
11
63
 A



1.一种高导热胶膜，其特征在于，由以下重量配比的成分组成：固态环氧树脂：15-25

克，液态环氧树脂：15-25克，增韧剂：8-10克，固化剂：5-8.5克，催化剂：0.8-1.2克，高导热

无机填料：氧化铝：105-160克，氮化铝：70-95克，氮化硼：22-24克，偶联剂：1.5-1.6克，分散

剂：1.5-2克，有机溶剂：130-180克。

2.根据权利要求1所述的高导热胶膜，其特征在于，所述液态环氧树脂为E44环氧树脂

的环氧当量在210-240或E51环氧树脂的环氧当量在185-208。

3.根据权利要求1所述的高导热胶膜，其特征在于，所述固态环氧树脂为E03环氧树脂

的环氧当量在1800-2400或E12环氧树脂的环氧当量在710-875。

4.根据权利要求1所述的高导热胶膜，其特征在于，所述增韧剂为苯氧基树脂。

5.根据权利要求1所述的高导热胶膜，其特征在于，所述固化剂包括低温固化剂咪唑类

固化剂，高温固化剂二氨基二苯砜和固化剂促进剂三氟化硼单乙胺或乙酰丙酮铝。

6.根据权利要求1所述的高导热胶膜，其特征在于，还包括高分子树脂结合剂，其为极

性氧化物。

7.根据权利要求1所述的高导热胶膜，其特征在于，所述高导热无机填料为粒子型，为

氧化铝、氮化铝，氮化硼中任意两种或三种进行混合，其平均粒径在0.1微米-20微米。

8.根据权利要求1所述的高导热胶膜，其特征在于，所述偶联剂为硅烷偶联剂，型号为

KH550、KH560、KH570中任一种或两种以上的混合物。

9.根据权利要求1所述的高导热胶膜，其特征在于，所述有机溶剂为N,N-二甲基甲酰

胺、混合二元酸酯、丁酮、丙酮、乙醇、环己酮中的一种或两种以上。

10.一种高导热胶膜的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

S10，配制氮化硼定位导热链：称取增韧剂用丁酮稀释在烧杯中，向烧杯中注入用丁酮

溶解后的结合剂，在进行快速搅拌使两者充分均匀接触，向搅拌后的溶液添加小颗粒氮化

硼，再次进行快速搅拌超声混合；

S20，溶解固态环氧树脂：称取固态环氧树脂放置在烧杯中，添加有机溶剂丁酮，进行快

速搅拌，使固态环氧树脂完全溶解得到环氧树脂溶液；

S30，配置主体树脂：向S20中的环氧树脂溶液添加液态环氧树脂，然后继续添加偶联

剂、分散剂，快速搅拌均匀得到主体环氧树脂溶液；

S40，添加填料以及固化剂：向S30的主体环氧树脂溶液中添加无机导热填料氧化铝、氮

化铝、氮化硼，进行快速搅拌使混合物搅拌均匀，再向混合物中添加低温固化剂咪唑、高温

固化剂二氨基二苯砜以及固化剂促进剂，进行快速搅拌使混合物搅拌均匀，静置2～8小时

脱泡以待使用；

S50，胶膜制作：配置好的胶膜溶液使用涂布棒涂至离型膜面，涂好的膜使其自然风干

30～50分钟，将其置于电热恒温鼓风干燥箱中，在110～130℃下干燥2～5分钟，使其形成半

固化状态，再将其取出。
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一种高导热胶膜及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于绝缘导热材料技术领域，特别涉及高导热胶膜及其制备方法。

背景技术

[0002] 高导热电路基板在现代生活当中的存在已经很普遍，但是随着科技的发展，电子

元器件趋向于小型化和密集化，这使得在单位面积电路基板上产生的热量也大幅度提升，

会直接影响电子元器件的寿命，严重者甚至会引发安全隐患，所以导热性能更佳的电路基

板也就成为社会的一个迫切的目标。

[0003] 提高电路基板导热性能关键是提高绝缘层的导热性能。目前国内外在绝缘层上基

本选择环氧树脂作为基体，通过添加导热粒子来提高导热率，填充粒子大多采用氮化硼、氮

化铝、氧化铝等陶瓷粒子，再通过提高填充量来改变电路基板的导热性能，但是结果并不是

很理想，导热率一般在1-1.5W/m.K。导热率难以提高其中包括两个问题，第一点仅仅通过填

充量来提高导热率会有很大的局限性；第二点氮化硼的导热性能比较好，但是氮化硼的添

加量过大会影响绝缘层的体系结构，添加量过少则不能形成有效的导热网络，本发明针对

现存在的问题进行改进。

发明内容

[0004] 有鉴于此，本发明的目的在于提供一种高导热胶膜及其制备方法，用以解决现在

聚合物-陶瓷复合材料中，氮化硼在聚合物体系中难以形成有效的导热链段和导热网络，体

系固化物的导热率难以提高的问题。

[0005] 为达到上述目的，本发明提供了高导热胶膜，由以下重量配比的成分组成：固态环

氧树脂：15-25克，液态环氧树脂：15-25克，增韧剂：8-10克，固化剂：5-8.5克，催化剂：0.8-

1 .2克，高导热无机填料：氧化铝：105-160克，氮化铝：70-95克，氮化硼：22-24克，偶联剂：

1.5-1.6克，分散剂：1.5-2克，有机溶剂：130-180克。

[0006] 优选地，所述液态环氧树脂为E44环氧树脂的环氧当量在210-240或E51环氧树脂

的环氧当量在185-208。

[0007] 优选地，所述固态环氧树脂为E03环氧树脂的环氧当量在1800-2400或E12环氧树

脂的环氧当量在710-875。

[0008] 优选地，所述增韧剂为苯氧基树脂。

[0009] 优选地，所述固化剂包括低温固化剂咪唑类固化剂，高温固化剂二氨基二苯砜和

固化剂促进剂三氟化硼单乙胺或乙酰丙酮铝。

[0010] 优选地，还包括高分子树脂结合剂，其为极性氧化物。

[0011] 优选地，所述高导热无机填料为粒子型，为氧化铝、氮化铝，氮化硼中任意两种或

三种进行混合，其平均粒径在0.1微米-20微米。

[0012] 优选地，所述偶联剂为硅烷偶联剂，型号为KH550、KH560、KH570中任一种或两种以

上的混合物。
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[0013] 优选地，所述有机溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、混合二元酸酯、丁酮、丙酮、乙醇、环

己酮中的一种或两种以上。

[0014] 基于上述目的，本发明还提供了一种高导热胶膜的制备方法，包括以下步骤：

[0015] S10，配制氮化硼定位导热链：称取增韧剂用丁酮稀释在烧杯中，向烧杯中注入用

丁酮溶解后的结合剂，在进行快速搅拌使两者充分均匀接触，向搅拌后的溶液添加小颗粒

氮化硼，再次进行快速搅拌超声混合；

[0016] S20，溶解固态环氧树脂：称取固态环氧树脂放置在烧杯中，添加有机溶剂丁酮，进

行快速搅拌，使固态环氧树脂完全溶解得到环氧树脂溶液；

[0017] S30，配置主体树脂：向S20中的环氧树脂溶液添加液态环氧树脂，然后继续添加偶

联剂、分散剂，快速搅拌均匀得到主体环氧树脂溶液；

[0018] S40，添加填料以及固化剂：向S30的主体环氧树脂溶液中添加无机导热填料氧化

铝、氮化铝、氮化硼，进行快速搅拌使混合物搅拌均匀，再向混合物中添加低温固化剂咪唑、

高温固化剂二氨基二苯砜以及固化剂促进剂，进行快速搅拌使混合物搅拌均匀，静置2～8

小时脱泡以待使用；

[0019] S50，胶膜制作：配置好的胶膜溶液使用涂布棒涂至离型膜面，涂好的膜使其自然

风干30～50分钟，将其置于电热恒温鼓风干燥箱中，在110～130℃下干燥2～5分钟，使其形

成半固化状态，再将其取出。

[0020] 本发明的有益效果在于：配方制得的高导热胶膜，导热率在2.8-3.0W/m.K，剥离强

度1.08-1.28kN/m能够实现高散热、高绝缘、高耐温、柔韧性强等特点。使用经过初步定位的

聚合物胶体，通过涂布、半固化和热压固化，使得体系中的氮化硼之间相互连接，建立起聚

合物中的导热网络，提高绝缘层的导热率。

附图说明

[0021] 为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚，本发明提供如下附图进行

说明：

[0022] 图1为本发明实施例的高导热胶膜的制备方法的步骤流程图。

具体实施方式

[0023] 下面将结合附图，对本发明的优选实施例进行详细的描述。

[0024] 高导热胶膜实施例

[0025] 提供了一种高导热胶膜，由以下重量配比的成分组成：固态环氧树脂：15-25克，液

态环氧树脂：15-25克，增韧剂：8-10克，固化剂：5-8.5克，催化剂：0.8-1.2克，高导热无机填

料：氧化铝：105-160克，氮化铝：70-95克，氮化硼：22-24克，偶联剂：1.5-1 .6克，分散剂：

1.5-2克，有机溶剂：130-180克。

[0026] 具体实施例中，液态环氧树脂为E44环氧树脂的环氧当量在210-240或E51环氧树

脂的环氧当量在185-208。

[0027] 固态环氧树脂为E03环氧树脂的环氧当量在1800-2400或E12环氧树脂的环氧当量

在710-875。

[0028] 增韧剂为苯氧基树脂。
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[0029] 固化剂包括低温固化剂咪唑类固化剂，高温固化剂二氨基二苯砜和固化剂促进剂

三氟化硼单乙胺或乙酰丙酮铝。

[0030] 还包括高分子树脂结合剂，其为极性氧化物。

[0031] 高导热无机填料为粒子型，为氧化铝、氮化铝，氮化硼中任意两种或三种进行混

合，其平均粒径在0.1微米-20微米。

[0032] 偶联剂为硅烷偶联剂，型号为KH550、KH560、KH570中任一种或两种以上的混合物。

[0033] 有机溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、混合二元酸酯、丁酮、丙酮、乙醇、环己酮中的一种

或两种以上。

[0034] 实施例1-4

[0035] 实施例1-4的高导热胶膜的成分及其用量参见表1，高导热胶膜的导热系数测试结

果参见表2。

[0036] 表1高导热胶膜的成分及其用量表(单位：克)

[0037]

[0038]

[0039] 表2高导热胶膜的导热系数测试结果

[0040] 实施例 导热系数(单位：w/m*k)

实施例1 2.82
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实施例2 2.86

实施例3 2.88

实施例4 2.92

[0041] 高导热胶膜制备方法实施例1

[0042] S11，配制氮化硼定位导热链：称取增韧剂用丁酮稀释在烧杯中，向烧杯中注入用

酒精溶解后的结合剂，在进行快速搅拌使两者充分均匀接触，向搅拌后的溶液添加小颗粒

氮化硼，再次进行快速搅拌超声混合；

[0043] S21，溶解固态环氧树脂：称取固态环氧树脂放置在烧杯中，添加有机溶剂丁酮，进

行快速搅拌，使固态环氧树脂完全溶解得到环氧树脂溶液；

[0044] S31，配置主体树脂：向上述中的环氧树脂溶液添加液态环氧树脂，然后继续添加

偶联剂、分散剂，快速搅拌均匀得到主体环氧树脂溶液；

[0045] S41，添加填料、导热链以及固化剂：向上述主体环氧树脂溶液中添加无机导热填

料氧化铝、氮化铝、氮化硼及导热链，进行快速搅拌使混合物搅拌均匀，再向混合物中添加

低温固化剂咪唑、高温固化剂二氨基二苯砜以及固化剂促进剂乙酰丙酮铝，进行快速搅拌

使混合物搅拌均匀，静置3小时脱泡以待使用；

[0046] S51，胶膜制作：配置好的胶膜溶液使用涂布棒涂至离型膜面，涂好的膜使其自然

风干30分钟，将其置于电热恒温鼓风干燥箱中，在120℃下干燥3.5分钟，使其形成半固化状

态，再将其取出。

[0047] 高导热胶膜制备方法实施例2

[0048] S12，配制氮化硼定位导热链：称取增韧剂用丁酮稀释在烧杯中，向烧杯中注入用

酒精溶解后的结合剂，在进行快速搅拌使两者充分均匀接触，向搅拌后的溶液添加小颗粒

氮化硼，再次进行快速搅拌超声混合；

[0049] S22，溶解固态环氧树脂：称取固态环氧树脂放置在烧杯中，添加有机溶剂丁酮，进

行快速搅拌，使固体环氧树脂完全溶解得到环氧树脂溶液；

[0050] S32，配置主体树脂：向上述中的环氧树脂溶液添加液态环氧树脂，然后继续添加

偶联剂、分散剂，快速搅拌均匀得到主体环氧树脂溶液；

[0051] S42，添加填料、导热网链以及固化剂：向上述主体环氧树脂溶液中添加无机导热

填料氧化铝、氮化铝、氮化硼及导热链，进行快速搅拌使混合物搅拌均匀，再向混合物中添

加低温固化剂咪唑、高温固化剂二氨基二苯砜以及固化剂促进剂三氟化硼单乙胺，进行快

速搅拌使混合物搅拌均匀，静置2小时脱泡以待使用；

[0052] S52，胶膜制作：配置好的胶膜溶液使用涂布棒涂至离型膜面，涂好的膜使其自然

风干30分钟，将其置于电热恒温鼓风干燥箱中，在125℃下干燥3分钟，使其形成半固化状

态，再将其取出。

[0053] 高导热胶膜制备方法实施例3

[0054] S13，配制氮化硼定位导热链：称取增韧剂用丁酮稀释在烧杯中，向烧杯中注入用

酒精溶解后的结合剂，在进行快速搅拌使两者充分均匀接触，向搅拌后的溶液添加小颗粒

氮化硼，再次进行快速搅拌超声混合；

[0055] S23，溶解固态环氧树脂：称取固态环氧树脂放置在烧杯中，添加有机溶剂丁酮，进

行快速搅拌，使固体环氧树脂完全溶解得到环氧树脂溶液；
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[0056] S33，配置主体树脂：向上述中的环氧树脂溶液添加液态环氧树脂，然后继续添加

偶联剂、分散剂，快速搅拌均匀得到主体环氧树脂溶液；

[0057] S43，添加填料、导热链以及固化剂：向上述主体环氧树脂溶液中添加无机导热填

料氧化铝、氮化铝、氮化硼及导热链，进行快速搅拌使混合物搅拌均匀，再向混合物中添加

低温固化剂咪唑、高温固化剂二氨基二苯砜以及固化剂促进剂三氟化硼单乙胺，进行快速

搅拌使混合物搅拌均匀，静置4小时脱泡以待使用；

[0058] S53，胶膜制作：配置好的胶膜溶液使用涂布棒涂至离型膜面，涂好的膜使其自然

风干40分钟，将其置于电热恒温鼓风干燥箱中，在110℃下干燥5分钟，使其形成半固化状

态，再将其取出。

[0059] 高导热胶膜制备方法实施例4

[0060] S14，配制氮化硼定位导热链：称取增韧剂用丁酮稀释在烧杯中，向烧杯中注入用

酒精溶解后的结合剂，在进行快速搅拌使两者充分均匀接触，向搅拌后的溶液添加小颗粒

氮化硼，再次进行快速搅拌超声混合；

[0061] S24，溶解固态环氧树脂：称取固态环氧树脂放置在烧杯中，添加有机溶剂丁酮，进

行快速搅拌，使固体环氧树脂完全溶解得到环氧树脂溶液；

[0062] S34，配置主体树脂：向上述中的环氧树脂溶液添加液态环氧树脂，然后继续添加

偶联剂、分散剂，快速搅拌均匀得到主体环氧树脂溶液；

[0063] S44，添加填料、导热链以及固化剂：向上述主体环氧树脂溶液中添加无机导热填

料氧化铝、氮化铝、氮化硼及导热链，进行快速搅拌使混合物搅拌均匀，再向混合物中添加

低温固化剂咪唑、高温固化剂二氨基二苯砜以及固化剂促进剂乙酰丙酮铝，进行快速搅拌

使混合物搅拌均匀，静置4.5小时脱泡以待使用；

[0064] S54，胶膜制作：配置好的胶膜溶液使用涂布棒涂至离型膜面，涂好的膜使其自然

风干45分钟，将其置于电热恒温鼓风干燥箱中，在130℃下干燥2分钟，使其形成半固化状

态，再将其取出。

[0065] 最后说明的是，以上优选实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管通

过上述优选实施例已经对本发明进行了详细的描述，但本领域技术人员应当理解，可以在

形式上和细节上对其做出各种各样的改变，而不偏离本发明权利要求书所限定的范围。
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